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Anordnung zum tibertragen von 

wafer 



Infonoationen/Strukturen auf 



Zusamnc'* eagguag 



Die Erf indung betrif f t eine Anordnung zum t)bertragen von In- 
fonn a tic,n e n/Stmkturen auf Wafer unter Verwendung ernes 
Stempels, auf dem die zu ubertragenden informatio- 
nen/Strukturen mittels geeigneter Verfahren, beispielsweise 
einem photolithograf ischen Verfahren in Verbindung nit einem 
Atzverfahren, als erhabene Strukturen aufgebracht worden 
sind und wobei der auf einem Chuck bef estigte Wafer nib ei- 
ner plastisch verformbaren Hilf sstrukturierungsschicht ver- 
seben ist. Durch die Erf indung .soil eine kostengiinstig zu 
realisierende Anordnung zum ttbertragen von Informatio- 
ns/ Strukturen auf Wafer geschaffen werden. Gelost wird die 
Aufgabe dadurch, dass die • Abmessungen des Stempels (2) etwa 
denen des Wafers (D entsprechen, dass der Stempel (2) im 
Wesentlicben ganzflachig mit den erbabenen Strukturen (3) 
versehen ist, dass der Stempel (2) und der Wafer (1) jeweils 
derart mit einander zugeordneten Paaren von justiermarken 
(5 6; 7, 8) versehen sind, dass der Stempel (2) mittels ei 
nes infrarot-POsitioniersystems (9, 10) ) in vorbestimmter 
Position auf dem Wafer (1) positionierbar und in die plas- 
tisch verformbare Hilf sstrukturierungsschicht (11) druckbar 
ist. (Fig. 1) 
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wxordnung ^ tJbertragen von informationen/Strukturen auf 

Wafer 

Die Erf indung betrif f t Anordnung zum Obertragen von informa- 
tion^/ Strukturen auf Wafer unter Verwendung sines Stempels, 
auf dem die zu tibertragenden Informationen/ Strukturen mit- 
tels geeigneter Verfahren, beispielsweise einem photolitho- 
graf ischen Verfahren in Verbindung nit einem Atzverfahren, 
als, erhabene Strukturen aufgebracht worden slnd und wobex 
der auf einem Chuck befestigte Wafer mit einer plastisch 
verformbaren Hilf sstrukturierungsschicht versehen 1st. 

Mit einer derartigen Technologie, die auch als Nano- oder 
imprint Lithographie bezeichnet wird, werden mittels eines 
Metall- oder Polymer-Stempels Informationen bzw. Strukturen 

20. auf das Wafer ubertragen, indem der mit der entsprechenden 
information versebene Stempel einfach in eine auf dem Wafer 
befindliche weiche Hilf sstrukturierungsschicht, z.B. eine 
Polymerschicht eingedruckt wird und diese somit entsprechend 
strukturiert wird. Die imprint Lithographie, die fur Struk- 

25 turbreiten urn 50 nm einsetzbar ist, vereinfacht die Struktu- 
rierung von Oberflachen ganz wesentlich und kann die ansons- 
ten eingesetzte Photolithographie ersetzen. 

W Die zu tibertragenden Informationen/Strukturen werden auf dem 
30 Stempel mittels einer der bekannten Elektronenstrahl- oder 

Laserlithographie oder der optischen Lithographie in Verbm- 
dung'mit ublichen Atzverfahren erzeugt. Die Abmessungen des - 
Stempels entsprechen dabei denen eines auf dem Wafer herzu- 
stellenden Chips. Daraus ergibt sich, dass der Stempel je- 
35 weils uber einem Chip pbsitioniert und prazise ausgerichtet 
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werden muss. Danach wird der Stempel in die Hilf sstrukturxe- 
rungsschicht gedruckt, wobei die information/ Struktur in 
diese ubertragen wird. Dieser Vorgang ist so lange zu wie- 
derholen, bis das gesamte wafer ahnlich einem Waferstepper 
abgerastert ist. 

Dieser Vorgang ist . sehx Zeit aufwandig und erfordert eine 
prazise Vor justierung des Wafers und dann des Stempels rela- 
tiv zum Wafer. AuSerdem muss en auf dem Stempel Strukturen xm 
50 nm Bereich realisiert werden, was eine sehr ausgefeUte 
Photolithographie erfordert. Das fuhrt zu erheblichen Kos- 
ten, zumal die Stempel durchaus einem gewissen Verschlexfc 
unterliegen. 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine kostengunstig 
zu realisierende Anordnung zum ubertragen von informatio- 
nen/ Strukturen auf Wafer zu schaffen. 

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird bei einer 
Anordnung der eingangs genannten Art dadurch gelds t, dass 
die Abmessungen des Stempels etwa denen des wafers entspre- 
chen, dass der Stempel im Wesentlichen ganzflachig mit den 
erhabenen inf ormationen/Struktureh versehen ist, dass der 
Stempel nnd der Wafer jeweils derart mit einander zugeordne- 
ten Paaren von Justiermarken versehen sind, dass der Stempel 
mittels eines IR-Positioniersystems in vorbestimmter Positi- 
on auf dem Wafer positionierbar und in die plastisch ver- 
formbare Hilsf sstrukturierungsschicht druckbar ist. 

Durch die Erfindung wird eine wesentliche verringerung der 
Kosten bei der Herstellung der Stempel erreicht und gleich- 
zeitig ein kompletter Photolithographiesehritt eingespart.. 
Damit.wird auch bei der waf erproduktion eine deutliche Kos- 
teneinsparung erreicht . 



35 
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in Fortfuhrung der Erfindung sind die Justiermarken im Stem- 
pel und im wafer als vergrabene Metallmarken ausgefuhrt, wo- 
bei die Metallmarken im Wafer in der ersten Strukturebene 
bzw. Metal lebene angeordnet sind. 

Die justiermarken sind bevorzugt jeweils im Randbereich des 
Stempels bzw. des wafers angeordnet, wobei darauf zu achten 
1st, dass die Justiermarken beim weiteren Schichtaufbau 
nicht durch Metallleitbahnen weiterer Metallisierungsebenen 
10 wieder verdeckt werden. 

in einer' weiteren Ausgestaltung der Erfindung sind jedem 
Paar von justiermarken ein im Chuck befindlicher Infrarot- 
Laser und ttber dem stempel eine mf rarotkamera zugeordnet. 

'4^15 

Bine weitere.Fortfuhrung der Erfindung sieht vor, dass der 
Stempel an einer dreidimensional in X-, Y-, z-Richtung posi- 
tionierbaren stempelhalterung befestigt ist- 

2 0 Alternativ kann der Stempel an einer zweidimensional in X- 
. und Y-Richtung positionierbaren Stempelhalterung befestigt 
sein, wobei der chuck vert ikal verf ahrbar . ist . 

Schliefilich ist der Chuck mit einer ubernahme- /Ubergabe- 
25 einrichtung zur Ubernahme- /Ubergabe jeweils eines Wafers 
von/zu einem Handler versehen, wobei die uberoahme- 
/Ubergabeeinrichtung aus vorzugsweise drei aus dem Chuck von 
unten gegen das Wafer ausfahrbaren Pins besteht. Unter einein 
^ Handler ist ein Manipulator zu verstehen, mit dem einzelne 

30 wafer aufgenommen und zu der Ubernahme- /Ubergabeeinxichtung 
transportiert werden konnen. 

Damit besteht die Mdglichkeit, das Wafer mit Hilfe des Hand- 
lers nach einer Vor justierung. in <p-Richtung lagerichtig uber 
35 den Pins zu positionieren, die dann das Wafer uberneh- 
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in Fortfiihrung der Erfindung sind die Justiermarken im Stem- 
pel und im wafer als vergrabene Metallmarken ausgefiihrt, wo- 
bei die Metallmarken im Wafer in der ersten Strukturebene 
bzw. Metal lebene angeordnet sind. 

5 Die justiermarken sind bevorzugt jeweils im Randbereich des 
Stempels bzw. des wafers angeordnet, wobei darauf zu achten 
1st, dass die Justiermarken beim weiteren schichtaufbau 
nicht durch Metallleitbannen weiterer Metallisierungsebenen 
10 wieder verdeckt werden. 

in einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung sind jedem 
Paar von Justiermarken ein im Chuck befindlicher Infrarot- 
. . Laser und iiber dem stempel eine Inf rarotkamera, zugeordnet. 
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Bine weitere Fortfiihrung der Erfindung sieht vor, dass der 
Stempel an einer drei dimensional in X-, Y-, Z-Richtung posi- 
tibnierbar.en stempelhalterung befestigt ist. 

Alternativ kann der Stempel an einer zweidimensional in X- ; 
und Y-Richtung posit ionierbaren Stempelhalterung befestigt 
. sein, wobei der Chuck vertikal yerfahrbar ist. 

Schliefclich ist der Chuck mit einer ubernahme- / Ub.ergabe- 
25 einrichtung zur Ubernahme- /ubergabe jeweils eines Wafers 
von/zu einem Handler versehen, wobei die Ubernahme - 
/Obergabeeinrichtung aus vorzugsweise drei aus dem Chuck von 
unten gegen das Wafer ausfahrbaren Pins besteht. Unter einem 
Handler ist ein Manipulator zu vers tehen, mit dem einzelne 
wafer aufgenommen und zuder Ubernahme- /Obergabeeinrichtung 
transportiert werden konnen.. 

oamit besteht die Moglichkeit^ das Wafer mit Hilfe des Hand- 
lers nach einer Vor justierung in <p-Richtung lagerichtig tlber 
den Pins zu positionieren, die dann das Wafer iiberneh- 



30 



35 
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roen/unterstfttzen, so dass der s Handler aus dem tibergabe- 
/tfoernahmebereich uber dem Chuck wieder entfernt und das Wa- 
fer auf dem Chuck abgelegt und durch Anlegen eines Vakuums 
befestigt werden kann, AnschlieSend wird dann der Stempel 
5.. mit Hilfe der Just iermarken und des infrarot (IR) - 

Pos itioniersys terns gegeniiber dem Wafer ausgerichtet und in 
die auf dem Wafer bef indliche Hilf sstrukturierungsschicht 
. gedrttckt, Oder der Chuck nach oben gegen den Stempel gefah- 
ren. Bei diesem Vorgang wird die erhabene Informati- 
10 on/Struktur auf dem Stempel in der Hilf sstrukturierungs- 
schicht als Negativstruktur abgebildet. 

Schliefclich sieht eine Ausgestaltung der Erfindung vor, dass 
der Stempel aus einem Si-Wafer besteht, so dass die erhabene 
15 Strukturierung mit ublichen lithographischen Verfahren in 
verbindung mit Atzverfahren sehr kostengtinstig hergestellt 
werden kann , 

Die Erfindung wird nachfolgend an einem Ausftihrungsbeispiel 
20 n&her eriautert. In den zugehftrigen Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1: eine. schematische Darstellung einer erf in- 

dungs geniaiSen Anordnung zum ubertragen von In- 
' formationen/Strukturen auf Wafer; 



25 

Pig. 2 - 4: eine Sequenz, darstellend die Positionierung 
eines Wafers zwischen einem Chuck und einem 
. dartiber bef indlichen Stempel; 

3 0 Fig. 5 - 7s eine Seguenz, darstellend die ubernahme des 

Wafers durch aus . dem Chuck ausfahrbare Pins; 
und 

Fig, 8 - 10: eine Sequenz, darstellend das Obertragen der 
35 Informationen/Strukturen des Stempels auf das 
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au£ dem Chuck befestigte Wafer. 



Entsprechend Fig. 1 besteht die Anordnung zur ubertragung 
von Informationen/Strukturen auf Wafer 1 aus einem Stempel 2 
5 mit einer erhabenen Struktur 3, wobei die Abmessungen des 
Stempels 2 etwa denen des Wafers 1 entsprechen. Der Stempel 
2 "kann aus einem Si-Wafer bestehen, so dass die erhabene. 
Struktur 3 mit ublichen lithographischen Verfahren in ver- 
bindung mit Atzverfahren hergestellt werden kann. Altemativ 
10 kann der Stempel 2 auch aus einem Kunststoff. beispielsweise 
einem Polymer, hergestellt werden. 

Das wafer 1, auf das die information/ Struktur vom Stempel 2. 
zu ubertragen ist, ist auf einem Chuck 4 durch Anlegen eines 
15 Vakuums fixiert. 

Weiterhin sind der Stempel 2 und das wafer 1 mit einander 
zugeordneten Paaren von justiermarken 5, 6; 7, 8 verseben, 
so dass sind, dass der Stempel mittels eines IR-Positio- 
niersys terns 9 in vorbestimmter Position auf dem Wafer 1 po- 
sitionierbar ist. . 



Um die auf dem Stempel 2 befindliche Information/ Struktur 
auf eine auf dem Wafer befindliche plastisch verformbare 

25 Hilfsstrukturierungsschicht'll, z.B. eine Polymers chicht 6- 
der ein Resist, ubertragen zu konnen, ist der Stempel 2 an 
einer vorzugsweise drei dimensional bewegbaren Stempelhalte- 
rung 12 befestigt. Die ubertragung der informatio- 
nen/Strukturen vom Stempel 2 auf die Hilf sstrukturierungs- 

30 scnicht 11 kann dann einfach dadurch erfolgen, dass die er- 
habene Struktur 3 des Stempels 2 in die Hilf sstrukturie- 
, rungsschicht 11 gedriickt wird, so dass die Struktur 3 als 
Negativstruktur abgebildet wird. 

35 Die Justiermarken 5, 6; 7, 8 sind im Stempel 2 und im wafer 
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1 als vergrabene Metallmarken ausgef \lhrt ., wobei sich die Me- 
tallmarken im Wafer 1 in der ersten Strukturebene bzw. Me- 
tallebene befinden. Die Justiermarken 5, 6; 7, 8 sind je- 
weils im Randbereich des Stempels bzw- des Wafers' 1 angeord- 
5 net, wobei zu berucksichtigen ist, dass die Justiermarken 5, 
6; 7, 8 beim weiteren Schichtaufbau'auf dem Wafer 1 nicht 
durch Metallleitbahnen/Metallschichten weiterer Metallisie- 
rungsebenen wieder verdeckt werden. 

10 Urn nun eine prazise Ausrichtung des Stengels 2 gegenuber dem 
Wafer 1 zu ermOglichen, besteht das IR-Positioniersystem 9, 
10 jeweils aus einem IR-Laser 13 im Chuck 4 und einer IR- 
Kamera 14 uber dem Stempel 2 . 

%>15 Schliefclich befindet sich zwischen dem Chuck 4 und dem Stem- 
pel 2 ein ubergabe-/tibernahmebereich 15 zur ttberga- 
" be/ttbernahme, jeweils einee Wafers 1 von/zu einem Handler 16 
(Fig. 2 - 7) . FUr die Ubernahme/Ubergabe sind drei aus dem 
Chuck 4 von unten gegeii das Wafer 1 ausf ahrbaren Fins 17, 
2 0 18, 19 vorgesehen. 

Damit karm das Wafer 1 mit .Hilfe des Handlers 16 nach einer 
Vorjustierung in cp-Richtung lagerichtig uber den Pins 16, 
17, 18 positioniert werden (Fig. 2, 3), die dann das Wafer 
25 ubernehmen/untersttttzen (Fig. 4, 5, 6), so dass der Handler 
16 aus dem ubergabe-/ttoernahmebereich 15 liber dem Chuck wie- 
der ent fern t werden kann (Fig. 7) und das Wafer ,1 auf dem t 
0 Chuck 4 abgelegt und durch Anlegen eines Vakuums befestigt 
werden kann , , 

30 

^AnschlieSend wird dann der Stempel 2 mit Hilfe der justier- 
marken 5, 6; 7, 8) und des IR-Positionier systems 9, 10 ge- 
gentiber dem Wafer 1 ausgerichtet und in die auf dem Wafer 1 
befindliche Hilf sstrukturierungsschicht 11 gedrtlckt (Fig. 9, 
35 10), Oder der Chuck 4 nach oben gegen den Stempel 2 gefahren 



v0 
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(Fig. 8, 10) . 

Die plastisch verformbare Hilf sstrukturierungsschicnt (ID 
kann aus einem Polymer, einem Resist, Oder einem anderen ge- , 
5 . eigneten Material bestehen. 

Durcb die Erfindung wird eine wesentliche verringerung der 
Kosfcen bei der Herstellung der. Stempel 2 erreicht und 
gleicHzeitig ein kompletter Photolithograpnieschritt auf dem 
10 Wafer eingespart. Damit wird auch bei der Waf erproduktion 
eine deutliche Kosteneinsparung erreicht. 
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5 Anordmxng sum Ubertragen von information^/ Structure* auf 

wafer 

Bezuqzelchenliste 

10 1 Wafer . * 

2 Stempel 

. ' 3 erhabene struktur 

4 Chuck 

5 Justierraarke , 
^15 6 Justiermarke 

7 Justiermarke - 

8 justiertnarke 

9 infrarot-Positioniersystem 

10 mfrarot-Positioniersystem 
20 11 Hilfsstrukturierungsschicht 

12 Stempelhalterung 

' . 13 inf rarot-Kamera 

14 Infrarot-Laser 

15, .ubergabe-/Ubernahmebereich 

25 16,. Handler 

17 Pin 

18 Pin 
4Jt 19 Pin 
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5 Anordnuii0 zum Obertragen von informational St rukt wen auf 

Wafer 

pat ent anspruche 

10 1. Anordnung zum Ubertragen von Tnf ormationen/Strukturen 
auf Wafer unter verwendung eines Stempels, auf dem die zu 
ubertragenden Inf ormationen/Strukturen mittels geeigneter 
Verfahren, beiepielsweise einem photolithograf ischen Verfah- 
ren in Verbindung mit einem At zverfahren, als erhabene 
^15 Strukturen aufgebracht worden sind und wobei der auf einem 
Chuck befestigte Wafer- mit einer plastisch verformbaren 
Hilfsstrukturierungsschicht versehen ist, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t, dass die Abmessungen des Stem-., 
pels (2) etwa denen des Wafers (1) entsprechen,, dass der 

20 ' Stempel (2) im wesentlichen ganzflachig mit den erhabenen 
Strukturen (3) versehen ist, dass der Stempel (2) und der 
Wafer (1) jeweils derart mit einander zugeordneten Paaren 
von tfustierraarken (5, 6; 7, 8) versehen sind, dass der Stem- 
pel (2) mittels eines inf rarot-Positioniersystems (9 , 10)) 

25 in vorbestimmter Position auf dem Wafer (1) positionierbar 

und in die plastisch verfonnbare Hilf sstrukturienmgsschicht 
(11) drtickbar ist. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, A a d u r c h gekenn- 
30 z e i c h n e t, dass die Justiermarken (5, 6, 7/ 8) im 

Stempel (2) und im Wafer (1). als vergrabene Metallmarken 
ausgefuhrt sind. 

3 . Anordnung nach Anspruch 2, dadurch g e - 

35 kenn.zeichnet, dass di.e Justiermarken (5, 6, 7, 8) 
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jeweils in Randbereich des Stempels (2) bzw. des wafers (1) 
angeordnet sind. 

4 Anordnung nach einem der Ansprtlche 1 bis 3, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n a t, dass jedem Paar 
von Justiennarken (5, 6; 7. 8> ein- im Chuck (4) bafindlicher 
Infrarot-Laser (13) .und uber dem Stempel (2) eine Infrarot- 
kamera (14) zugeordnet ist. 

5. Anordnung nach den Ansprtichen 1 bis 4, d a d u r c h 
g'e kennzeich.net, dass der Stempel (2) an einer 
dreidimensional positionierbaren Stempelhalterung (12) be- 
festigt ist. 

6. Anordnung nach den Ansprtichen 1 bis 4, dadurcb 
gekennzeichne.t, dass der Stempel (2) an einer 
zweidimensional in.X- und Y-Richtung positionierbaren Stem- 
pelhalterung (12) befestigt ist und dass der Chuck (4) ver- 
tikal verf ahrbar ist . ■ " ■ " 



7. Anordnung nach einem der Ansprtlche 1 bis .6, 

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der Chuck 
(4) mit einer Obernahme-Zubergabeeinrichtung zur ubernahme- 
/Obergabe jeweils eines wafers (1) von/zu einem Handler (16) 
2 5 versehen ist. 

\ ... 

8. Anordnung nach Anspruch 7, d a d u r c h 

_v g e k e n n z e i c h n e t, dass die ubernahme- 

/fjbergabeeinrichtung aus vorzugsweise drei aus dem Chuck (4) 
30 von unten gegen das Wafer (1) ausfahrbaren Pins (17, 18, 19) 
besteht. - 

9. Anordnung nach einem. der Ansprtlche 1 bis 8, d a - 

da dure h gekennzeich.net, dass der Stempel 
35 (2) aus einem Si -Wafer besteht. 
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10. Anordnung nacn einem der, Ansprttche 1 bis 9, d a - 
dad urch gekennzeicbnet. dass die plas- 
tisch verforrnbare Hilf sstrukturierungsschicfat (11) aus einem 
Polymer besteht. 

11. Anordnung nach. einem der Anspruche 1 bis 9, d a - 

d a d.u r c h g e k e h n z e i c h n e t, dass die plas- 
tisch verforrnbare Hilf sstrukturiertmgsschicht (11) aus einem 
Resist besteht. 
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